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を形成 し、表面から一定の深さの距離でそれ らが連結 し上






次世代 の輸送用機器 に用 いるこ とが有力視 され ている
軽量 かつ高剛性 な素材 をター ゲ ッ トとした。金属材料 とし
てはアル ミ合金(Al-Mg,Mg7%)、マ グネシ ウム合金(AZ31;
Al7%)、そ してチタ ン。複合材料 と して は、CFRP、お よび
カー ボングラファイ ト板 を取 り上 げた。シ リコン等 半導体
結 晶材料 にお いて剥離 が起 きる条件 と同等 の条件(注入 エ
ネル ギー:80keV,ドー ズ 量:10x1016/cm-2)にて水 素イ
オン注入 を行 った。
加熱 中の経過 を観察す るため加熱 ステー ジを装備 した
光学顕微鏡 を用 い,窒素雰 囲気 中その場加熱観 察を行 なっ
た.300℃ない しは700℃まで加熱 し,試料表 面に発 生す る
ブ リスタ リング(隆起)及び剥離 を観察 した.加 熱後試料 の
表面 は、SEMあるいはSPMを用 い詳細 な形状 計測 を行 なっ






















































80keVのエネル ギー で水素イ オ ンを注入 された試料 で
は表面 か ら1μm弱 の深 さにイ オ ン注入欠 陥層 を形成 す
る.イオ ン注入後 のSiの欠陥層の様子を図1に 示す.Al-Mg
合金 の断面にはFig2が示す よ うに欠陥層が結晶の相構造
の中に観 察 され る.イ オ ン注入後試 料を加 熱 した結果、ア
ル ミ ・マ グネ シウム(Al-Mg,Mg7%)の合金 では、Fig.3(a)
に示すシ リコンと同様 に表面に直径5μm程 度の局所的膨
らみ(ブ リス タ リン グ)や 剥 離 の発 生 が観 察 され た
(Fig.3(b))。これ ら剥離等の現象の有無の理由を探 るた
め、それぞれの材料のイオン注入後かつ加熱前の試料の断
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